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ABSTRACT 
 
 
 
 
Nanocrystalline Bi2Te3 thin film is a highly potential material to be used in 
semiconductor thermoelectric because of its refined and enhanced properties. The 
deposition and characterization of Bi2Te3 thin films are reported in this work. Films 
were deposited with substrate temperature ranging from 50 ºC to 150 ºC, argon flow 
rate from 5 cm3 min-1 to 25 cm3 min-1, deposition time from 300 s to 900 s and RF 
power from 50 W to 250 W. In-situ annealing and rapid cooling for thin film 
deposited under 100 ºC substrate temperature was performed. AFM topography 
images shows that Bi2Te3 thin films follow the Frank de Merwe deposition mode. 
The lowest surface roughnesses obtained were 0.35 nm, 0.02 nm, 0.11 nm and 0.06 
nm, at 150 ºC substrate temperature, 20 cm3 min-1 argon flow rate, 450 s deposition 
time and 50 W RF power, respectively. The smallest grain sizes obtained were 33.9 
nm,    19.91 nm, 37.99 nm and 14.27 nm which were deposited at 150 ºC substrate  
temperature, 25 cm3 min-1 argon flow rate, 450 s deposition time and at 50 W RF 
power, respectively. XRD analyses revealed that the thin films were in the form of 
polycrystalline structure. The largest nanocrystalline size was obtained at 900 s 
deposition time while the smallest size was obtained at 125 ºC substrate temperature. 
In-situ annealing showed an improved grain size and surface roughness as annealing 
temperature increased. Rapid cooling successfully eliminated the worm-like dimer 
on the surface, improved grain size and area grain density. Great significant of 
structural and surface morphology was found as a function of deposition parameters, 
namely the substrate temperature, argon flow rate, deposition time and RF power. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Nanohablur saput tipis Bi2Te3 adalah satu bahan yang berpotensi tinggi untuk 
digunakan dalam semikonduktor termoelektrik kerana sifatnya yang diperhalusi dan 
dipertingkatkan. Pemendapan dan pencirian saput tipis Bi2Te3 dilaporkan dalam 
kajian ini. Saput tipis telah dimendapkan pada suhu substrat bermula daripada 50 ºC 
hingga 150 ºC, kadar aliran argon daripada 5 cm3 min-1 hingga 25 cm3 min-1, masa 
pemendapan dari 300 s hingga 900 s dan kuasa RF daripada 50 W hingga 250 W. 
Penyepuhlindapan setempat dan penyejukan pantas untuk saput tipis yang 
dimendapkan pada suhu substrat 100 ºC telah dijalankan. Imej topografi AFM 
menunjukkan bahawa pemendapan saput tipis Bi2Te3 mengikuti mod pemendapan 
Frank de Merwe. Kekasaran permukaan terendah yang diperoleh ialah 0.35 nm,    
0.02 nm, 0.11 nm dan 0.06 nm bagi masing-masing parameter iaitu suhu substrat   
150 ºC, kadar aliran argon 20 cm3 min-1, masa pemendapan 450 s dan kuasa RF 50 
W. Saiz butiran terkecil bagi  setiap parameter ialah 33.9 nm, 19.91 nm, 37.99 nm 
dan 14.27 nm masing-masing dimendapkan pada suhu substrat 150 ºC, kadar aliran 
argon 25 cm3 min-1, masa pemendapan 450 s dan kuasa RF 50 W. Analisis XRD 
menunjukkan bahawa saput tipis adalah dalam bentuk struktur polihablur. Saiz 
nanohablur terbesar terhasil pada masa pemendapan 900 s manakala saiz nanohablur 
terkecil pada suhu pemendapan 125 ºC. Penyepuhlindapan setempat telah berjaya 
memperbaiki saiz butiran dan kekasaran permukaan dengan peningkatan suhu 
penyepuhlindapan. Penyejukan pantas berjaya menghapuskan dua butiran yang 
serupa dan bersambung pada permukaan, memperbaiki saiz butiran dan kepadatan 
butiran. Hubungan yang ketara ditemui antara struktur morfologi dan permukaan 
dengan parameter pemendapan, iaitu suhu substrat, kadar aliran argon, masa 
pemendapan dan kuasa RF. 
 
 
